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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří
specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se
podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených
příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného
zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace,
vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly určenými Směrnicemi ISO/IEC, část 3.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy
mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových oprávnění. ISO a IEC neodpovídají za identifikování libovolných nebo všech takových
patentových oprávnění.

Mezinárodní norma ISO/IEC 10373-6 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1
Informační technologie, subkomisí SC 17, Identifikační karty a příslušná zařízení.

ISO/IEC 10373 sestává z následujících částí, pod společným názvem Identifikační karty - Zkušební
metody:

–      Část 1: Zkoušky všeobecných charakteristik

–      Část 2: Karty s magnetickými proužky

–      Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní

–      Část 4: Bezkontaktní karty s integrovanými obvody s těsnou vazbou

–      Část 5: Optické pamě»ové karty

–      Část 6: Karty s vazbou na blízko

–      Část 7: Karty s vazbou na dálku

Příloha A této části ISO/IEC 10373 je pouze informativní.

Strana 8

1 Předmět normy

Tato část ISO/IEC 10373 stanoví zkušební metody pro charakteristiky karet s integrovanými obvody s
kontakty a příslušných zařízení rozhraní uvedených v ISO/IEC 7816. V každé zkušební metodě jsou
křížové odkazy na jednu nebo více základních norem, což může být ISO/IEC 7810 nebo jedna nebo
více doplňujících norem, podle technologie ukládání informací použité v aplikacích identifikačních
karet.



POZNÁMKA 1 Kritéria pro přijetí nejsou částí této mezinárodní normy, ale lze je nalézt ve výše
zmíněných mezinárodních normách.

Tato část ISO/IEC 10373 se zabývá zkušebními metodami, které jsou specifické pro technologii
integrovaných obvodů s kontakty. ISO/IEC 10373-1 se zabývá zkušebními metodami, které jsou
společné pro jednu nebo více technologií karet a další části se zabývají dalšími zkouškami, které
souvisí s příslušnou technologií karty.

Zkušební metody popsané v této části ISO/IEC 10373 jsou určeny, aby byly prováděny samostatně a
nezávisle. Pro danou kartu se nepožaduje, aby vyhověla postupně všem zkouškám. Zkušební metody
popsané v této části ISO/IEC 10373 jsou založeny na specifikacích již uvedených v ISO/IEC 7816 nebo
které budou v ISO/IEC 7816 uvedeny.

Shoda karet ICC a zařízení IFD stanovená pomocí zkušebních metod uvedených v této části ISO/IEC
10373 nezabrání poruchám při provozu. Zkoušení spolehlivosti je mimo předmět této části ISO/IEC
10373.

-- Vynechaný text --


